
 

 

 01 / 11 请务必阅读末页的免责声明 识别风险 价值发现 

[Table_IndustryAndDate] 证券研究报告 | 行业专题研究 | 电子 | 2026/09/09 

 
[Table_Title] 

半导体制造崛起系列 

先进陶瓷零部件是半导体前道设备的核心结构件 

  

 

 

[Table_IndustryEn] 
 

Electronics 

 

 

 
[Table_Author]      
王亮 耿正     

SAC 执证号：

S0260519060001 

SFC CE.no: BFS478 

SAC 执证号：

S0260520090002 
    

021-38003658 021-38003660     

gfwangliang@gf.com.cn gengzheng@gf.com.cn     

      

请注意，耿正并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。 
 

[Table_Summary] 先进陶瓷零部件是半导体前道设备的核心耗材与关键结构件。 先进陶瓷材料（氧化铝、氮化铝、碳化硅、氮化硅等）凭借高硬度、耐高温、抗腐

蚀、高绝缘及热膨胀系数匹配等综合性能，在刻蚀、薄膜沉积、氧化扩散等环节，以静电卡盘、陶瓷加热器、气体喷淋头、聚焦环、陶瓷腔体内衬

等形式，直接承载晶圆、构建反应环境、实现精密温控，是保障芯片制程精度与良率的刚性耗材。 

先进陶瓷零部件广泛应用于半导体设备的精密承载与温度管理环节。 静电卡盘利用静电吸附原理将晶圆牢牢固定在反应腔内，同时通过背吹气体

实现晶圆表面的精密温度控制，是刻蚀、CVD、PVD和离子注入等工艺中替代传统机械卡盘和真空吸盘的标准配置，直接决定晶圆加工的稳定性

和工艺良率。陶瓷加热盘以氮化铝等高导热陶瓷为基体，在氧化扩散和 CVD等高温工艺中实现晶圆均匀加热与快速升降温度，是保障薄膜沉积质

量的核心部件。气体喷淋头负责将反应气体均匀分布至晶圆表面，陶瓷材质有效抵抗等离子体刻蚀带来的损耗，保证工艺均匀性。聚焦环用于约

束等离子体分布范围，防止晶圆边缘电场畸变，提升刻蚀均匀性。陶瓷腔体内衬覆盖于反应腔内壁，抵御腐蚀性气体的化学侵蚀，延长设备腔体

寿命、减少颗粒污染。陶瓷零部件承担承载、控温、导气、约束等离子体或保护腔体的关键职能，协同保障半导体工艺的稳定运行与高良率。 

全球市场呈寡头垄断格局，本土企业国产替代已进入加速放量期。据 QY Research，2025 年全球半导体用结构陶瓷零部件市场规模约 31.47 亿

美元，预计 2031年将达 51.63亿美元，年复合增长率约 8.6%。然而高端陶瓷零部件仍由日本京瓷、日本碍子、美国 CoorsTek等巨头主导，日

本企业占据全球 50%以上份额，国内高端市场国产化率不足 10%。目前国内先进陶瓷零部件行业竞争格局较为集中，珂玛科技、富乐德、江丰电

子等主要本土企业各自在细分品类上实现突破：珂玛科技率先实现陶瓷加热器批量量产，在半导体先进结构陶瓷本土市场份额领先；江丰电子布

局静电卡盘产能，高精度氧化铝陶瓷零部件处于量产阶段；富乐德完成对富乐华整合切入覆铜陶瓷载板领域，并在 AlN加热器方向积极布局。在

国内 12英寸晶圆厂持续扩产带动备货需求、先进制程演进推高单设备陶瓷零部件消耗量、以及供应链安全考量下下游客户主动加速国产替代进程

的三重驱动下，本土陶瓷零部件企业正迎来从技术突破到批量放量的关键窗口期。 

投资建议。半导体制造崛起，先进陶瓷零部件作为前道设备核心耗材，国产替代正从技术突破迈入批量放量阶段。国内晶圆厂扩产与供应链安全

需求共振，本土陶瓷零部件企业有望持续受益于国产化率提升。重点推荐半导体设备零部件领域，建议关注产业链核心受益标的：珂玛科技、富

乐德、江丰电子等。 

风险提示。AI产业发展及下游晶圆厂扩产不及预期；先进陶瓷零部件技术认证周期长、客户导入不及预期；国产厂商产品良率及成本控制不及预

期；市场竞争加剧及供应链安全风险。 
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一、先进陶瓷零部件是半导体前道设备的核心耗材与关键结构件 

 

表 1：先进陶瓷材料零部件产品应用与图示 

产品名称 产品应用设备图 产品图示 适用半导体设备 功能 全球主要供应商 
产业化进展 

客户拓展 累计出货量 累计开发款式 

陶瓷加热器 

静电卡盘 

超高纯碳化

硅套件 

数据来源：珂玛科技 2025年度报告、广发证券发展研究中心 

 

表 2：不同工艺流程中的陶瓷零部件应用 

工艺流程 刻蚀 薄膜沉积 离子注入 光刻及相关的涂胶显影 氧化/扩散、退火、合金等 

应用公司产品的前道设备 

设备图示 

公司

产品 

结构件类

产品 

产品类型 

材料类型 

“功能－

结构”一

体模块化

产品 

产品类型 

材料类型 

数据来源：珂玛科技 2025年度报告， 广发证券发展研究中心 
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二、先进陶瓷零部件广泛应用于半导体设备的精密承载与温度管理环节 

图 1：典型半导体 CVD 设备的先进陶瓷使用情况 

 

数据来源：珂玛科技招股说明书、广发证券发展研究中心 

 

图 2：典型半导体刻蚀设备的先进陶瓷使用情况 

 

数据来源：珂玛科技招股说明书、广发证券发展研究中心 
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图 3：半导体制造中先进陶瓷使用情况 

 

数据来源：珂玛科技招股说明书、广发证券发展研究中心 
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三、全球市场呈寡头垄断格局，本土企业国产替代已进入加速放量期 

图 4：全球半导体用结构陶瓷零部件市场规模（单位：百万美元） 

 

 

数据来源：QY Research、广发证券发展研究中心 

 

图 5：中国泛半导体先进结构陶瓷市场规模 

 

数据来源：珂玛科技招股说明书、广发证券发展研究中心 
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四、投资建议 

半导体制造崛起，先进陶瓷零部件作为前道设备核心耗材，国产替代正从技术突破迈入批量放量阶段。国内晶

圆厂扩产与供应链安全需求共振，本土陶瓷零部件企业有望持续受益于国产化率提升。重点推荐半导体设备零

部件领域，建议关注产业链核心受益标的：珂玛科技、富乐德、江丰电子等。 

 

五、风险提示 

（一）下游晶圆厂扩产及资本开支不及预期的风险 

受宏观经济波动、半导体行业景气度周期性变化以及地缘政治等因素影响，国内 12英寸晶圆厂的产能建设节

奏和资本开支力度存在不确定性。若下游晶圆制造厂商扩产计划推迟或缩减资本开支，将直接影响先进陶瓷零

部件的订单需求和收入确认节奏，进而对上游陶瓷零部件企业的经营业绩造成不利影响。 

（二）先进陶瓷零部件技术认证周期长、客户导入不及预期的风险 

先进陶瓷零部件直接承载晶圆、参与核心工艺反应，客户对供应商的资质审查和产品验证极为严格，通常需经

历材料认证、样品测试、小批量试用、稳定性评估等环节，整体验证周期较长。若本土企业在产品良率、批次

稳定性、大尺寸部件制备工艺等方面无法持续满足客户要求，可能导致客户导入进度滞后，国产替代进程不及

预期。 

（三）国产厂商产品良率及成本控制不及预期的风险 

先进陶瓷零部件的制备涉及粉料处理、成型烧结、超精密加工、金属化钎焊等多道复杂工序，产品良率受原材

料批次稳定性、烧结工艺一致性、加工精度控制等多重因素影响。目前本土企业在高纯度氮化铝陶瓷加热器、

大尺寸静电卡盘等高端产品的量产良率方面与国际龙头仍存在一定差距，若良率提升不及预期，将直接推高单

位生产成本、削弱产品价格竞争力，进而影响国产替代的推进速度和企业的盈利水平。此外，随着产能扩张，

固定资产折旧和运营成本同步增加，若订单饱满度或产品售价无法覆盖成本上升，企业盈利能力可能承压。 

（四）市场竞争加剧及供应链安全风险 

随着国内先进陶瓷零部件市场空间逐步打开，潜在进入者增多，行业竞争可能进一步加剧，部分产品面临价格

下行和盈利能力承压的风险。此外，上游高纯陶瓷粉末等关键原材料仍主要依赖日本、欧洲等海外供应商，若

国际贸易政策发生变化或海外供应商供货中断，将对国内企业的生产经营和成本控制造成不利影响。 
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